Welkom bij O-leading

O-Leading streeft ernaar uw one-stop oplossingspartner te zijn in de supply chain van EMS, inclusief
PCB-ontwerp, PCB-fabricage en PCB-assemblage (PCBA). .We kunnen ondersteunen van snel draaien
prototype tot medium & massaproductie.

Over het algemeen zijn onze wereldwijde klanten erg onder de indruk van onze diensten: snelle respons,
concurrerende prijs en kwaliteitsverbintenis. Het bieden van meer waardevolle technische service en
algehele oplossing is de weg die O-leidend is.

Kijkend naar de toekomst, zal O-leading zich zoals altijd concentreren op de innovatie en ontwikkeling
van technologie voor de fabricage van elektronica, en zich blijven inspannen voor de one-stop service van
PCB en PCBA om eersteklas services te bieden en meer waarde te cre€ren voor onze klanten.

KLIK DEZE VOOR MEER INFORMATIE JChina professionele flexibele printplaat en stijve
flex printplaat groothandel

product beschrijving



https://www.o-leading.com/nl/products/Rigid-Flexible-PCB.htm
https://www.o-leading.com/nl/products/Rigid-Flexible-PCB.htm

0-LEADING

o Be Valuable

Fast delivery and top quality
Rigid Flexible PCB
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Production Process

18 years experience in one-stop PCB and PCBA,we can make your idea come true,
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Product types Product layers

HiLMm2L WAL m6LW>8L

® FR-4 PCB ®m MCPCB ® rigid-flexible PCB

Ons team







Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




- .
(] - l-l-ﬂal] IN.[] S1EMK4# customers

Skyworthdllt — poremz | R RRRE 2 Olidec
O EDIFIER Clkraaw 123

T TR

Szmoa=e TeW N SR RIER

Hﬂﬂeywe“ SCI&"Eﬁi‘: tﬁr mEm EmM E?:SDN
@vD  pHILIPS VIDEOTON

Certificeringen



CICE CANYWICATION
¥ ZAGE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit No: sles) 4910007187
Regswation Add: FLAT/RM 1205 12F TAI SANG BANK BUILDING 130132 DES
VOEUS BOAD CENTRAL W«
Busisess  Add 1311 Fleor 13, Fartune Bulding, Deratns Town, Hutyeng
Ditrict. Mulzhou. Guangaong. China
o and a Quality Manag, System
‘Which fulfils the of the foll
GET19001-2016 kit 1500001:2015
Scope of certification
Sales of prnted Grout boards
Initial Insuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008
This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
mmummmwwnnmm

SGS

Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED

1313.FLOOR 13. FORTUNE BUILDING. DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.
CHINA

The following sample(s} was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP
SGS Job No. RP19-005089 - 52
Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period - 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Reguested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method - Please refer to next page(s)-
Test Results © Please refer to next page(s).
Canclusion - Based on the performed tests on submitted sample(s). the results of Lead.

Mercury. Cadmium. Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs}
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phthalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phihalate (DEHP) . Butyl benzyl phihalate (BEP), Dibutyl
phthalate (DBF) . and Diisobuty| phthalate {DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex |l to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory
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SGS

Test Report

Test Resulis

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Part Description .

‘Specimen No. SGS Sample ID
SN1 SZX19-005304.001  Green'PCE"

Remarks :
(1) 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected ( < MDL )
Not Regulated

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1.2017. IEC62321-5.2013, IEC62321-7-2.2017. IEC
62321-6:2015 and IEC62321-8:2017 analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS

Test item(s! imit Unit MDL 207
Cadmium (Cd) 100 mg/kg 2 ND
Lead {Pb) 1000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1.000  mglkg 2 ND
Hexavalent Chromiurn (Cr{V1)} 1.000 mg/kg 8 ND
Sum of PBBs 1.000  mg/kg £ ND
Monobromobipheny| - ma'kg 5 ND
Dibromobiphenyl < mg/kg 5 ND
Tribromobipheny! . mg/ka 5 ND
Telrabromobiphenyl 5 mglkg 5 ND
Pentabromobiphenyl 3 mg'kg H] ND
Hexabromobipheny| - mg'kg 5 ND
Heptabromabipheny| - mglkg 5 ND
Octabromebipheny| - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mg/kg 5 ND
Decabromobipheny! - mglka 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  mg'kg = ND
Moniobromodiphenyl ether " ma/kg 5 ND
Dibromodiphen yl ether - mg'kg 5 ND
Tribromedipheny| ether - mg/kg 5 ND
Tetrabromodiphenyl ether 2 mg/ka 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.
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Process Capability

PCB-productiemogelijkheden

Layer Count 1 Laag-32 Laag

Afgewerkte koperdikte 1/30z-120z

Min lijnbreedte / afstand intern 3.0mil / 3.0mil

Min Lijnbreedte / afstand extern 4,0 mil / 4,0 mil

Max. Beeldverhouding 10:1

Plaatdikte 0,2 mm - 5,0 mm

Max. Paneelgrootte (inch) 635 * 1500 mm

Minimale grootte boorgat 4mil

Plated Gattolerantie +/- 3mil

Blind / Buried Vias (All-typen) JA

Via opvulling (geleidend, niet-geleidend) JA

Basis materiaal FR-4, FR-4 hoog Tg. Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium voet,Polyimide, zwaar koper
Oppervlakteafwerkingen HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion zilver,Immersion Tin, Gold fingers, Carbon inkt

SMT-productiemogelijkheden

PCB-materiaal FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat
Max PCB-grootte 510x460mm

Min PCB-grootte 50x50mm
PCB-dikte 0,5mm -4,5 mm
Plaatdikte 0,5-4 mm

Min Components-grootte 0201

Standaard chipformaat component 0603 en groter
Component max hoogte 15mm

Min. Loodhoogte 0,3 mm

Min BGA-balhoogte 0,4 mm
Plaatsingsprecisie +/- 0,03 mm

Verpakking en levering



Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

FAQ

1. Hoe zorgt O-Leading voor kwaliteit?

Onze hoge kwaliteitsstandaard wordt bereikt met het volgende.

1.1 Het proces wordt strikt gecontroleerd volgens de ISO 9001: 2008-normen.

1.2 Uitgebreid gebruik van software bij het managen van het productieproces

1.3 State-of-art testapparatuur en gereedschappen. Bijv. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated
Optical Inspector) en ICT (in-circuit testen).

1.4 Toegewijd team voor kwaliteitsborging met analyseproces voor falingsgevallen

1.5 Continue opleiding en opleiding van personeel

2. Hoe houdt O-Leading uw prijs concurrerend?

In de afgelopen tien jaar waren de prijzen van veel grondstoffen (bijv. Koper, chemicalién) verdubbeld,
verdrievoudigd of verviervoudigd; RMB in Chinese valuta was met 31% gestegen ten opzichte van de
Amerikaanse dollar; En onze arbeidskosten stegen ook aanzienlijk.

O-Leading heeft onze prijzen echter stabiel gehouden. Dit is volledig onze eigendom van onze innovaties
in het verminderen van kosten, het vermijden van verspilling en het verbeteren van efficiéntie. Onze
prijzen zijn zeer concurrerend in de branche op hetzelfde kwaliteitsniveau.

Wij geloven in een win-win-samenwerking met onze klanten. Ons partnerschap zal voor beide partijen
voordelig zijn als we u een lage prijs en kwaliteit kunnen bieden.



3. Welke soorten boards kan O-Leading verwerken?
Gebruikelijke FR4, high-TG en halogeenvrije boards, Rogers, Arlon, Telfon, aluminium / koper-
gebaseerde boards, PI, etc.

4. Welke gegevens zijn nodig voor de productie van PCB's en PCBA's?

4.1 Stuklijst (stuklijst) met referentie-aanduidingen: componentbeschrijving, naam van de fabrikant en
onderdeelnummer.

4.2 PCB Gerber-bestanden.

4.3 PCB-fabricagetekening en PCBA-montagetekening.

4.4 Testprocedures.

4.5 Eventuele mechanische beperkingen zoals montagehoogte-eisen.

5. Wat is de typische processtroom voor meerlagige PCB's?

Materiaal snijden — Innerlijke droge film — Inner etsen — Inner AOI - Multi-bond — Layer stack up
Pressing — Drilling = PTH - Panel Plating = Outer Dry Film — Pattern Plating = Outer etching — Outer
AOI - Solder Mask —» Component Mark = Surface finish = Routing = E / T - Visuele inspectie.

6. Wat is de belangrijkste uitrusting voor HDI-productie?

De belangrijkste uitrustinglijst is als volgt: laserboormachine, persmachine, VCP-lijn, automatische
belichtingsmachine, LDI en etc.

De apparatuur die we hebben is de beste in de branche, laserboormachines zijn van Mitsubishi en
Hitachi, LDI-machines zijn van Screen (Japan), automatische belichtingsmachines zijn ook van Hitachi, ze
zorgen er allemaal voor dat we aan de technische eisen van de klant kunnen voldoen.

7. Hoeveel soorten oppervlakteafwerking kan O-lood doen?

O-the leader heeft de volledige serie oppervlakteafwerking, zoals: ENIG, OSP, LF-HASL, gold plating
(zacht / hard), immersion silver, Tin, silver plating, immersion tin plating, carbon ink en etc. .. OSP,
ENIG, OSP + ENIG die vaak worden gebruikt op de HDI, we raden u meestal aan een client of OSP OSP
+ ENIG te gebruiken als de BGA PAD-grootte kleiner is dan 0,3 mm.

8. Wat zijn uw mogelijkheden voor FPC? Kan O-Leading ook SMT-service bieden?

O-Leading kan FPC fabriceren van enkellaags tot 8 lagen, het werkpaneel kan zo groot zijn als 2000 mm
* 240 mm, zie de details op de pagina "Flex-capaciteit"

We bieden ook SMT one-stop service aan de klant.

9. Wat zijn de belangrijkste factoren die de prijs van PCB's beinvloeden?
Materiaal;

Oppervlakteafwerking;

Technologische moeilijkheid;

Verschillende kwaliteitscriteria;

PCB-kenmerken;

Betaalvoorwaarden;

Verschillende productielanden.

10. Wat is de definitie van PCB, PWB en FPC en wat is het verschil?

PCB is een afkorting voor Printed Circuit Board;

PWB is de afkorting van Printed Wire Board, dezelfde betekenis als Printed Circuit Board;
FPC staat voor Flexible Printed Board.

11. Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij de keuze van het materiaal voor
een printplaat?

Onderstaande factoren moeten in overweging worden genomen wanneer we het materiaal voor PCB
kiezen:



De Tg-waarde van het materiaal moet hoger zijn dan de bedrijfstemperatuur;

Laag CTE-materiaal heeft goede thermische stabiliteit;

Goede thermische bestendigheid: Normaal gesproken zijn PCB's nodig om 250 °C gedurende minimaal 50
seconden te weerstaan.

Goede vlakheid; Met het oog op de elektrische eigenschappen wordt materiaal met lage verliezen / hoge
permittiviteit gebruikt op hoogfrequente PCB's; Polyimide glasvezelsubstraat gebruikt voor flexibele PCB;
Metalen kern wordt gebruikt wanneer het product een strikte eis van warmteafvoer heeft.

12. Wat zijn de voordelen van de rlgid-flex PCB van O-leading?

De rigid-flex PCB van O-leading heeft de karakters van zowel FPC als PCB, en kan dus in sommige
speciale producten worden gebruikt. Een deel is flexibel, terwijl het andere deel stijf is, het kan helpen
om de binnenruimte van het product te besparen, het productvolume te verminderen en de prestaties te
verbeteren.

13. Hoe maak je de impedantieberekening?

Het impedantiecontrolesysteem wordt uitgevoerd met behulp van enkele testcoupons, de SI6000 soft en
de CITS 500s-apparatuur van POLAR INSTRUMENTS.

De apparatuur meet de impedantie op een representatieve coupon voor de spoorconfiguratie waarvan de
klant ons een bepaalde waarde en tolerantie heeft gegeven.



